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Vorrichtung zum Fixieren dtinner und flexibler Substrate 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung bzw. einen Chuck oder eine 
Einspannvorrichtung zum Fixieren diinner und/oder flexibler Substrate. 

Einer der wesentlichen Bestandteile eines Maskaligners ist das Positionieren und vor allem 
Fixieren der Maske und des Substrates, um einen erfolgreichen Belichtungsprozess 
durchfuhren zu konnen. Die Fixierung des Substrates wird auf einer speziellen 
Vorrichtung, einem sogenannten Chuck, durchgefuhrt, der iiber speziell angeordnete 
Vakuumkanale das Substrat, beispielsweise einen Wafer, ansaugt und festhalt und somit 
das anschlieBende Alignment, also das gegenseitige Ausrichten von Maske zu Substrat 
ermoglicht. 

Ein Beispiel einer Oberflache eines solchen bekannten Chucks 100 ist in Figur 1 skizziert. 
Die Vakuumkanale 101 sind in Form von konzentrischen Kreisen ausgebildet, mehrere 
radiale Kanale 102 verbinden die kreisformig angeordneten Kanale 101 miteinander. 
Weiterhin sind in dem Chuck Bohrungen 103 bzw. Nuten vorgesehen, die mit einer (nicht 
dargestellten) Vakuumeinrichtung verbunden sind und durch die Luft abgesaugt werden 
kann, um so einen Unterdruck in den durch den Wafer abgedeckten Kanalen zu erzeugen. 

In der Industrie werden in neuerer Zeit als Substrate neben den ublichen Silizium-Wafern 
vermehrt andere, diinne und flexible Substrate verwendet, beispielsweise im Bereich des 
automatischen Folienbondens (tape automatic bonding, TAB) oder zur Anwendung in 
flexiblen Flachbildschirmen (flat panel displays). Um diese Substrate optimal ansaugen zu 
konnen, bedarf es neuer Technologien. 

Die Problematik des Ansaugens von flexiblen Substraten liegt im allgemeinen darin, dass 
diese Substrate dazu neigen, sich zu verziehen, sich zu verdrehen, und eine gewisse 
Grundwelligkeit besitzen. Im TAB-Bereich kommt es durch den Einsatz von Schutzfolien, 
die zwischen den aufgerollten Lagen der zu verarbeitenden Cu-Tapes eingelegt sind, 


zusatzlich zu einer Randwelligkeit des Substrates. 

Werden solche Substrate mit Hilfe von herkommlichen Chucks durch Ansaugen fixiert, 
besteht die Gefahr, dass die Flachen der Substrate, die iiber einem Vakuumkanal oder 
einer Nut liegen, aufgrund ihrer geringen Steifigkeit und Dicke in die Nut gesaugt werden 
und dadurch eine zusatzliche Welligkeit der Substratoberflache herbeigefiihrt wird. Dies 
bewirkt zum einen einen ungleichmaBigen Alignment- und vor allem Belichtungsabstand, 
zum anderen besteht die Gefahr, dass die Substrate im Alignment- und/oder 
Belichtungsabstand die Maske beriihren, verschmutzen oder sogar zerstoren konnen. Aus 
diesen Griinden ist es nicht ratsam, flexible Substrate punktuell iiber breite Nuten oder 
Bohrungen mit groBem Sog anzusaugen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung bzw. einen Chuck zum 
Fixieren von dtinnen und/oder flexiblen Substraten bereit zu stellen, der ein gleichmaBiges 
und vollflachiges Ansaugen der Substrate ohne nachteiliges Verziehen oder Verbiegen 
ermoglicht. 

Die Aufgabe wird mit den Merkmalen der Patentanspruche gelost. 

Bei der Losung geht die Erfindung von dem Grundgedanken aus, auf der Auflageflache 
des Chucks eine Vielzahl von Mikrorillen vorzusehen, die mit einem geeigneten 
Werkzeug hergestellt werden. Weiterhin weist eine erfindungsgemaBe Vorrichtung Nuten 
und/oder Bohrungen auf, die mit den Mikrorillen in Verbindung stehen und iiber die 
mittels einer Vakuumeinrichtung Luft abgesaugt wird, um so bei aufliegendem Substrat 
einen Unterdruck in den Mikrorillen auszubilden. 

Zusatzlich bieten die Rillen Platz ftir eventuell auf der Substratunterseite vorhandene 
Schmutzteilchen, so dass diese Schmutzteilchen nicht die Ebenheit des aufgelegten 
Substrats verschlechtern. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausfuhrungsbeispielen unter Bezugnahme 
auf die Zeichnungen naher erlautert. Es zeigen: 


Figur 1 schematisch die Oberflache eines herkommlichen Chucks, 

Figur 2 eine schematische Seitenansicht einer erfindungsgemafien Vorrichtung, 

Figuren 3 (a) und (b) schematisch eine Draufsicht der Auflageflache der Vorrichtung in 
Richtung des Pfeils A in Figur 2 in zwei alternativen Ausfiihrungsformen, und 

Figur 4 schematisch einen Querschnitt B-B der Auflageflache aus Figur 3 (a), 

Figur 2 zeigt schematisch eine Seitenansicht einer erfindungsgemafien Vorrichtung zum 
Fixieren eines Substrats 3. Das Substrat 3 ist auf der ebenen Auflageflache 2 der 
Halteeinrichtung 1 angeordnet. Die Halteeinrichtung 1 weist in ihrer Auflageflache 2 
Nuten 4 auf, die untereinander und liber Bohrungen 5 mit einer Vakuumeinrichtung 6, z.B. 
in Form eines Vakuumkanals, verbunden sind. Eine AnsaugOffnung 8 ist beispielsweise 
mit einer nicht dargestellten Vakuumpumpe verbunden, so dass iiber den Vakuumkanal 6 
und durch die Bohrungen 5 und die Nuten 4 Luft abgesaugt werden kann. Vorzugsweise 
kann, je nach GroBe des anzusaugenden Substrats 3, nur ein Teil der Nuten 4 und/oder 
Bohrungen 5 mit der Ansaugoffnung 8 verbunden sein. 

Weiterhin sind in der Auflageflache 2 der Halteeinrichtung 1 eine Vielzahl von 
Mikrorillen 7 eingraviert. Diese Mikrorillen stehen mit den Nuten 4 und/oder Bohrungen 5 
in Verbindung, die als Vakuumversorgung dienen. Durch Absaugen von Luft iiber die 
Vakuumeinrichtung 6 wird bei aufgelegtem Substrat 3 in den Mikrorillen 7 ein Unterdruck 
erzeugt, der das Substrat 3 an die Auflageflache 2 ansaugt. 

Figur 3 (a) zeigt in Draufsicht schematisch die Auflageflache 2 ohne das zu fixierende 
Substrat. In der gezeigten Ausfuhrungsform sind die Mikrorillen 7 in Form von 
Kreisabschnitten angeordnet. Der Radius der Kreisabschnitte betragt z.B. 40 bis 100 mm, 
bevorzugt 60 bis 80 mm, besonders bevorzugt 70 mm. Die Nuten 4 haben die Form von 
Schlitzen, die quer zu den Mikrorillen verlaufen und eine Lange von z. B. 1,5 cm und eine 
Breite von z. B. 0,5 mm aufweisen. Durch diese Anordnung stehen im wesentlichen alle 
Mikrorillen 7 mit mindestens einer Nut 4, durch die Luft angesaugt wird, in Verbindung. 


In Figur 3(a) sind ebenso wie in der nachstehend beschriebenen Figur 3(b) nur ein Teil der 
tatsachlich vorhandenen Mikrorillen 7 eingezeichnet, um die Ubersichtlichkeit zu 
erieichtern. Vorzugsweise sind diese Mikrorillen 7 auf der gesamten Auflageflache 2 (oder 
einem groBen Teil davon) gleichmaBig verteilt ausgebildet. 

Figur 4 zeigt schematisch einen Querschnitt der Auflageflache 2 der erfindungsgemSBen 
Vorrichtung gemaB dem Schnitt B-B die in Figur 3 (a). Die Mikrorillen 7 weisen eine 
Tiefe von 30 bis 70 (am, vorzugsweise von 40 bis 60 pin, besonders bevorzugt von 50 \im 
und eine Breite von 80 bis 160 jxm, vorzugsweise von 100 bis 140 ^m, besonders 
bevorzugt von 120 \im auf. Der Abstand der Rillen untereinander betragt z. B. 0,1- bis 0,2 
mm, vorzugsweise 0,15 mm. 

Wird nun bei aufgelegtem Substrat 3 durch die Nuten 4 und/oder Bohrungen 5 Luft 
angesaugt, so breitet sich ein Unterdruck in den Mikrorillen 7 ausgehend von den 
Versorgungsnuten 4 aus. Die Vielzahl der Mikrorillen 7 und ihre geringe Rillenbreite 
ermoglicht es, dass das darauf befindliche Substrat 3 quasi ganzflachig angesaugt wird. 
Das Verhaltnis von Auflageflache zu Ansaugflache betragt in einer bevorzugten 
Ausfuhrungsform etwa 1:3 und begriindet die sehr gute Ansaugung des Substrats 3. Durch 
die geringen Breiten der Vertiefungen, also der Nuten 4 und der Mikrorillen 7, verforrnt 
sich das Substrat 3 beim Ansaugen auBerst gering. 

Ein weiterer Vorteil des geringen Querschnittes der Mikrorillen 7 ist, dass am Rand des 
Substrats 3 und an eventuellen Aussparungen im Substrat 3 nur sehr wenig Luft angesaugt 
wird, so dass der Leckstrom des Vakuums vernachlassigbar ist. Dadurch wird das Substrat 
auch im Bereich von am Rand eventuell vorhandenen Lochern aufgrund der groBen Zahl 
und des geringen Querschnittes der Mikrorillen 7 optimal angesaugt. 

Figur 3 (b) zeigt in Draufsicht die Auflageflache 2 in einer alternativen Ausfuhrungsform, 

die sich von der in Figur 3 (a) gezeigten Ausfuhrungsform nur durch die Anordnung der 

Nuten 4 unterscheidet. Das zu fixierende Substrat 3 ist beispielhaft rechteckig dargestellt, 

kann aber jede gewiinschte Form aufweisen. Das Substrat 3 weist eine Nutzflache 31 auf. 

Die Nutzflache 31 ist der Bereich des Substrats 3, der im spateren Belichtungsprozess 

belichtet wird. Die Versorgungsnuten 4 sind so angeordnet, dass sie vom Substrat bedeckt 
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werden, urn den zum Fixieren notigen Unterdruck in den Mikrorillen 7 erzeugen zu 
konnen, sich aber nicht im Bereich der Nutzflache 31 befinden. So kann sichergestellt 
werden, dass auch dann, wenn das Substrats 3 in die im Vergleich zu den Mikrorillen 7 
breiteren Nuten 4 eingesaugt wird, die dadurch entstehende Welligkeit der 
Substratoberflache nur auBerhalb der Nutzflache 3 1 auftritt und dadurch ein gleichmaBiger 
Alignment- und Belichtungsabstand im Bereich der Nutzflache 31 gewahrleistet ist. Die 
Anordnung der Nuten 4 kann je nach Form und GroBe des Substrats 3 so optimiert 
werden, dass eine moglichst groBe Nutzflache 3 1 zur Verfiigung steht. 

In den dargestellten AusfUhrungsformen sind die Mikrorillen kreisformig ausgebildet; sie 
konnen im Rahmen der Erfindung auch geradlinig, elliptisch, parabelformig oder beliebig 
anders geformt sein, wobei lediglich sichergestellt werden muss, dass bei gegebenem 
Substrat und den Abmessungen der Mikrorillen (z.B. Breite, Tiefe und Abstand zur 
benachbarten Mikrorille) das Substrat ohne nachteilige Verbiegung ausreichend angesaugt 
wird. 

Zum Herstellen der Mikrorillen 7 auf der Auflageflache 2 eines Chucks gemaB der 
vorliegenden Erfindung wird beispielsweise ein DrehmeiBel eingesetzt, der z.B. eine 
Schneide aus Hartmetall aufweist, deren Radius 0,2 mm betragt. Die weiteren Kenndaten 
gemaB DIN 6581 eines DrehmeiBels sind beispielsweise: Freiwinkel a=6°, Keilwinkel 
p=80°, Spanwinkel y=4°, Eckenwinkel 8^5°, Einstellwinkel K,-=90 o , und 

Neigungswinkel X^l. 

Der DrehmeiBel wird in einen Vertikalkopf einer Frasmaschine eingespannt, wodurch der 
DrehmeiBel beim Bearbeiten eine Rotationsbewegung durchfuhrt. Der Radius der 
Bewegung und somit der eingefrasten Strukturen betragt vorzugsweise etwa 70rnm. Der 
Chuck wir dabei so eingespannt, dass die Mikrogravuren 7 senkrecht zur Substrat- 
Transportrichtung eingefrast werden. Dabei betragt die Spindeldrehzahl ca. 500 
Umdrehungen/Minute und der Vorschub etwa 40 mm/Minute. Nach dem Frasen wird die 
Chuckoberflache vorzugsweise durch Schleifen oder Lappen bearbeitet, um die Ebenheit 
der Auflageflache wieder zu erhalten. AbschlieBend kann die Chuckoberflache schwarz 
eloxiert oder mit einer Hart-Coat-Beschichtung versehen werden. 


1. Vorrichtung zum Fixieren eines diinnen und/oder flexiblen Substrats (3), mit einer 
Halteeinrichtung (1) zum Auflegen und Hal ten eines Substrats (3) auf ihrer 
Auflageflache (2), in der untereinander und mit einer Vakuumeinrichtung (6, 8) 
verbundene Nuten (4) und/oder Bohrungen (5) ausgebildet sind, dadurch 
gekennzeichnet, dass 

in der Auflageflache (2) eine Vielzahl von mit den Nuten (4) und/oder Bohrungen 
(5) in Verbindung stehende Mikrorillen (7) vorgesehen sind. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Mikrorillen (7) eine Breite von 80_bis 160 
fim, vorzugsweise von 100 bis 140 ^im, besonders bevorzugt eine Breite von 120 
lim aufweisen. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Mikrorillen (7) eine Tiefe von 30 
bis 70 Jim, vorzugsweise von 40 bis 60 Jim, besonders bevorzugt eine Tiefe von 50 
\im aufweisen. 

4. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, wobei die Mikrorillen (7) in Form 
von Kreissegmenten auf der Vorrichtung ausgebildet sind, wobei der Radius 40 
bis 100 mm, bevorzugt 60 bis 80 mm, besonders bevorzugt 70 mm betragt. 

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, wobei der Abstand der Mikrorillen 
(7) 0,1 bis 0,2mm, vorzugsweise 0,15mm, betragt. 

6. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, wobei die Nuten (4) in Form von 
Schlitzen quer zur Richtung der Mikrorillen (7) ausgebildet sind. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei die Nuten (4) eine Lange von 1 bis 3 cm und 
eine Breite von 0,2 bis 0,5 mm aufweisen. 

8. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, wobei, abhangig von der GroBe 
des anzusaugenden Substrats (3), wahlweise nur ein Teil der Nuten (4) und/oder 
Bohrungen (5) mit der Vakuumeinrichtung (6) verbindbar sind. 

9. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, wobei die Auflageflache (2) 
gehartet ist. 

10. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, wobei die Auflageflache (2) 
schwarz eloxiert oder mit einer Hard-Coat Beschichtung versehen ist. 

11. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 10, wobei die Halteeinrichtung (1) 

oder deren Oberflache (2) aus Aluminium besteht. 
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Zusammenfassung 


Vorrichtung zum Fixieren diinner und flexibler Substrate 


Durch die vorliegende Erfindung wird eine Vorrichtung bzw. ein Chuck zum Fixieren 
von diinnen und/oder flexiblen Substraten bereitgestellt, der ein gleichmaBiges und 
vollflachiges Ansaugen der Substrate ohne nachteiliges Verziehen oder Verbiegen 
ermoglicht. Der Chuck weist Nuten und Bohrungen auf, die mit einer Vielzahl von 
Mikrorillen, die auf der Auflageflache angeordnet sind, in Verbindung stehen. Wird 
iiber eine Vakuumeinrichtung durch die Bohrungen und die Nuten Luft angesaugt, 
breitet sich ein Unterdruck in den Mikrorillen aus, wodurch ein sich auf der 
Auflageflache befindliches Substrat angesaugt wird. 
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